MEMS Packaging — Leistungsangebot

Technologie:
Elektrische Klebetechnik Heissiegeln/
Kontaktierung Laminieren
o Drahtbonden o Passivierung Silizium — Polymer
o ball wedge o Verkapseln Polymer — Polymer
o wedge wedge o Dichten Pyrex — Polymer
o Kleben zur Montage Metall -Polymer

o Transfertechnik

o Dispensertechnik

o Kapillares Kleben

Leitkleben
Dispensertechnik
Transfertechnik

SU-8

o adhesive bonding mit
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Loten
o Reflowprozess
o Laserloten

Gehdusung:

Kundenspezifisch
o Kunststoffgehduse
o Metallgehduse

moulded interconnect

devices
(HSG-IMAT)

Prototypenherstellung

Montagetechniken:

chip on board

flip chip

multi chip module
Systemintegration
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Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. H. Ashauer
Tel. 07721 943 224
Fax. 07721 943 210

surface mount devices

e-mail: heidi.ashauer@hsg-imit.de
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